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微电子学院“本科荣誉项目”实施方案

据复旦大学校长办公会议决议（校发文 [2015]165号），遵照《复旦大学“本科荣

誉项目”实施总则（试行）》（2016年 9月 20日制定）的原则，特制订如下微电子学院

“本科荣誉项目”实施方案：

1. 实施对象：微电子科学与工程专业 2019级全体本科生；

2. 学生申请本院系“荣誉证书”的条件：

1) 符合复旦大学学士学位授予标准，德才兼备；

2) 满足微电子科学与工程专业“2+X”培养方案中要求的修读完两个专业进阶

模块；

3) 修读微电子学院荣誉课程的学分数不低于 24分，课程门数不少于 5门；表

中所列的 10门荣誉课程，其中半导体物理(H)、数字集成电路设计原理(H)、集成电

路工艺原理(H)三门课程为荣誉必修课程；荣誉课程成绩平均绩点要求为 3.5以上；

要求修读的总学分数不低于 154学分；

表：微电子学院荣誉课程

开课学期
二年级

上学期

二年级

下学期

三年级

上学期

三年级

下学期

四年级

上学期

荣誉课程
数字逻辑基

础(H)

半导体物理(H)

数据与算法结

构(H)

半导体器件原理
(H)

数字集成电路

设计原理(H)

嵌入式处理器与芯

片系统设计(H)

集成电路工艺

原理(H)

模拟集成电路

设计原理(H)

FPGA结构原理

和应用(H)

电子材料薄膜

测试表征方法(H)

4) 本科期间所有课程平均绩点要求为 3.4以上，专业课程成绩平均绩点要求为

3.5以上；

5) 参与一定的科研实践，具体要求为：在教授研究组里开展科研工作一年以

上，需主持一项“䇹政”、“望道”、“曦源”、“登辉”项目并结题，申请“荣誉证书”

时需教授提供科研项目完成情况的评价说明；毕业论文必须取得 A或 A-成绩；

3. 申请人本科毕业时若达到上述条件，可向院系教学指导委员会申请“荣誉证
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书”；修读了部分荣誉课程但未达到“荣誉证书”标准的，可按照本系荣誉课程的学分

替代原则正常申请相应专业的学士学位。

备注：

1. 荣誉课程采用小班教学，每班一般不超过 30个学生，任课教师可以设定入选标

准。

2. 荣誉课程的成绩由两部分组成，包括‘基础部分’成绩和‘加深拓展’成绩：

‘荣誉课程’成绩 =‘基础部分’成绩 x 70% +‘加深拓展’成绩 x 30%，其中‘基础

部分’成绩是对普通大班学习情况的考查，‘加深拓展’成绩是对参与普通大班学习之

外的讨论班参与情况、Project、Presentation等完成情况的考查。‘加深拓展’成绩评定

A类比例不设上限。参与荣誉课程的学生将以‘荣誉课程’成绩与普通大班中的学生一

起评定最后成绩，荣誉课程学生和普通大班学生获 A 类成绩的总比例不得超过全部学

生人数的 40%。‘基础部分’与‘加深拓展’所占比例可因课程不同而调整，具体参见

相应荣誉课程的教学大纲。

3. 荣誉课程的深度和广度显著超过普通大班课程，允许学生在第 3周至第 14周之

间的任何时候，网上申请退出荣誉课程。

4. 荣誉课程的学分全额计入总学分，并可按本实施方案制订的课程替代方案进行

学分转换与认定，但学分转换与认定只作为本科毕业资格审核的依据，成绩单则如实记

载学生所修课程与成绩，不作变更。

5. 学生修读荣誉课程的学分如超过替换课程的学分，可转换成专业进阶课程（≤3

学分）和任意选修课程学分，按实际成绩计算绩点。
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附：微电子学院荣誉课程替换方案

课程代码 课程名称
学分/
周学时

实验

（含上机）

学分

实践

学分

实验

实践

学分

合计

开课

学期

课程负

责教师
课程特色描述

可替换课程及

相应学分

MICR130003h 数字逻辑基础
(H) 6/6 2.0 0 2.0 3 易婷

■深度加强 □小班授课的研讨式课

程 ■大班授课增加小班讨论课时 □
增加阅读量 □外教参与建设 □重新

编写教材 □其它：

MICR130003
数字逻辑基础

（4学分）

MICR130005h 半导体物理
(H) 6/6 0 0 0 4 蒋玉龙

■深度加强 □小班授课的研讨式课

程 ■大班授课增加小班讨论课时 □
增加阅读量 □外教参与建设 □重新

编写教材 □其它：

MICR130005
半导体物理

(4 学分)

MICR130009h 数据结构与算

法(H) 6/6 2.0 0 2.0 4 严昌浩

■深度加强 □小班授课的研讨式课

程 ■大班授课增加小班讨论课时 □
增加阅读量 □外教参与建设 □重新

编写教材 □其它：

MICR130009
数据结构与算法

（4学分）

MICR130028h 半导体器件原

理(H) 6/6 0 0 0 5 蒋玉龙

■深度加强 □小班授课的研讨式课

程 ■大班授课增加小班讨论课时 □
增加阅读量 □外教参与建设 □重新

编写教材 □其它：

MICR130028
半导体器件原理

（4学分）

MICR130029h 数字集成电路

设计原理(H) 4/4 0 1.0 1.0 5 任俊彦

■深度加强 □小班授课的研讨式课

程 ■大班授课增加小班讨论课时 □
增加阅读量 □外教参与建设 □重新

编写教材 □其它：

MICR130029
数字集成电路设计原理

（3学分）

MICR130006h
嵌入式处理器

与芯片系统设

计(H)
6/6 2.0 0 2.0 5 韩军

■深度加强 □小班授课的研讨式课

程 ■大班授课增加小班讨论课时 □
增加阅读量 □外教参与建设 □重新

编写教材 □其它：

MICR130006
嵌入式处理器与芯片系

统

（5学分）
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MICR130007h 集成电路工艺

原理(H) 4/4 2.0 0 2.0 6 周嘉

■深度加强 □小班授课的研讨式课

程 ■大班授课增加小班讨论课时 □
增加阅读量 □外教参与建设 □重新

编写教材 □其它：

MICR130007
集成电路工艺原理

（3学分）

MICR130030h 模拟集成电路

设计原理(H) 4/4 1.0 0 1.0 6 许俊

■深度加强 □小班授课的研讨式课

程 ■大班授课增加小班讨论课时 □
增加阅读量 □外教参与建设 □重新

编写教材 □其它：

MICR130030
模拟集成电路设计原理

（3学分）

MICR130024h FPGA结构原

理和应用(H) 5/5 0 2.0 2.0 6 王伶俐

■深度加强 □小班授课的研讨式课

程 ■大班授课增加小班讨论课时 □
增加阅读量 □外教参与建设 □重新

编写教材 □其它：

MICR130024
FPGA结构原理和应用

（3学分）

MICR130031h
电子材料薄膜

测试表征方法

(H)
3/3 1.0 0 1.0 7 卢红亮

■深度加强 □小班授课的研讨式课

程 ■大班授课增加小班讨论课时 □
增加阅读量 □外教参与建设 □重新

编写教材 □其它：

MICR130031
电子材料薄膜测试表征

方法

（2学分）


